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てSoC（System on a Chip）とSiP（System in Package）が有力である。前者は、必要な機能をICチ
ップにモノリシックにインティグレートするやり方で、後者は、ICチップと別チップとして、SAW
やBAWのようなフィルタ等をベアチップやCSPとして用意し、パッケージングの時点でマルチチッ
プをインティグレートする手段である。SoCだけで実現できれば、こちらのほうがシンプルで小型
化・薄型化の観点でも優れているが、価格、性能、開発期間などを考慮すると、SiPの方が最適解で
ある場合が多い。SiPの形態をとると、ICメーカー、パッケージメーカー、受動部品メーカーのいず
れもが商品として事業化することが可能であり、すでに主導権争いが始まっている。
パッケージや基板に関する動向として、低温焼結セラミック多層基板と樹脂多層基板で競争してお
り耐熱性、耐湿性や高周波特性ではセラミックが有利であるが、樹脂多層基板もICや受動部品を基板
内部に埋め込む技術が進んできてさらなる薄型化が期待されている。
６．理工系離れとムラタセイサク君
最近、人の動きにかなり近い動きができる人型ロボットが人気で、TV等でもよく紹介されている。
一方、村田製作所が開発した自転車型ロボット（ムラタセイサク君）も結構人気がある（図５）。こ
のロボットは市販することを考えてつくったものではなくて当社の部品をエレクトロニクスの総合展
示会でPRするために自社製のジャイロセンサ、赤外線センサ、超音波センサや急速充放電可能なリ
チウムイオン電池などをアピールするためのデモ用に開発された。発表してみるとネーミングも良か
ったこともあり、予想以上の反響があった。
最初から狙っていたわけではないが、他社の人型ロボットはいかに人の動きに近い動きができるか
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がポイントであるが、この自転車型ロボッ
トは、不倒静止やＳ字平均台走行、バック
走行、超低速走行など、人のできないこと
ができるということが皆の関心を得ている
のだろうと思う。特に子供達は素直に不思
議がり興味を持って見てくれる。
話は変わるが、最近の大学入試での電気
電子学科の不人気ぶりや、電気電子に限ら
ず理工系そのものが不人気であることが話
題になることが増えてきている。難しい科
目を勉強することを避けるとか、理由はい
ろいろあるだろうが、理工系を選択した自
分自身の場合を振り返ってみると子供のころに身の回りに不思議なものや面白いものがあり、それを
分解して遊んだり観察したりすることを通じて、理科に対する興味が醸成されてきたように思う。し
かし昨今の機器はICの塊で分解してもわかりにくく、上述のような体験をしないで育つ人が大部分で
あると思われる。“不思議”なものを見て、感動し、それを解明してみたいと思うことの原体験を持
つことが大事である。上述のムラタセイサク君が最近の子供たちの理科離れ解消の一助になればとの
思いで小中学校に出張させて、環境問題や理科に興味をもってもらうための出張講座を企画し実施し
ているが、反応も良くムラタセイサク君の出張予定はずっといっぱいに詰まっている。
６．おわりに
技術はあるが、それが事業にうまく生かせないという会社が多い。個々の技術者レベルにおいても
特定の専門領域で優れていても大きな成果につながらない人がいる。目標達成までの過程で、ぶつか
った課題を解決するためには、頭の引き出しにいろいろなものが入っていないとそれを生かすすべも
考え付かない。若いうちに、固有技術の深堀と共に幅の広い見方や経験を積んでおくことが望ましい。
企業では、これまで以上に総合的な判断をできる人材が求められている。
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